
ダイが2Dで並ぶ上に、ダイの間に配線面積も必
要となるため実装面積は大きくなる

2D MCM(Multi-Chip Module)

ダイ間はパッケージ配線となるため配線密度が
低くなり、伝送エナジーが大きくなり、伝送帯域/
面積が低くなる

ダイ間のパッケージ配線が複雑となり、配線の
面積も必要となる

プロセッサやメモリなどにはTSVが不要であるた
め、コストを抑えられる

ダイが2Dで並ぶために排熱は容易となる


